
- 68 -

B-01 2012년도 한국표면공학회 추계학술대회 논문집

상온 전해 도금을 통한 실리콘계 박막 제조

Electrochemical Preparation of Si-Based Thin Films at Room Temperature
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초 록: 유기 용매를 사용하여 상온에서 실리콘계 전해 도금층을 형성하였다. 도금층의 몰폴로지는 전류밀

도 및 도금 시간에 크게 영향을 받았으며, 다공성 구조에서 치밀한 구조까지 다양하게 나타났다. 조성 및 구

조가 잘 정의된 실리콘계 전해 도금 층을 리튬이차전지용 애노드 활물질로써 평가해 본 결과 도금층 내 실

리콘은 리튬과 가역적으로 반응하였다.

1. 서론

기존의 실리콘 박막 제조법인 화학적 및 물리적 박막 성장법은 대면적 증착이 어렵거나 유독 물질을 사용

해야 하는 등 상용화 측면에서 문제를 지닌다. 본 연구에서는 기존의 실리콘 박막 제조법의 문제를 극복하고

자, 전해 도금법을 통하여 잘 정의된 실리콘 박막을 형성하고자 하였다. 실리콘 전해 도금 박막 형성 시, 실

리콘 전구체의 낮은 환원 전압과 산소와의 반응으로 인해 수용액 중에서의 도금이 사실상 어렵고, 유기 용매

를 이용한 경우에도 미량의 수분이 도금 층의 특성을 크게 바꾸는 등의 문제가 보고된 바 있다. 본 발표에서

는 유기 용매 내에서 최적의 전해 도금 조건을 찾고, 실리콘 전해 도금층의 몰폴로지에 영향을 미치는 인자

를 제안하고자 한다. 아울러, 잘 정의된 시편에 대해 리튬이차전지용 애노드 재료로써의 전기화학적 특성을 

보고할 것이다.

2. 본론

전극간 거리 및 면적이 잘 정의되고, 전해액의 밀폐성이 우수한 실리콘 전해 도금용 셀을 고안하여 재현성 

있는 실리콘 전해 도금 박막을 합성할 수 있었다. 실리콘 전해 도금층은 실리콘뿐만 아니라 전해액의 분해 

물질인 C, O, Cl 이 포함된 실리콘 복합체로 형성되었다. 전류 밀도에 따른 도금층의 몰폴로지와 조성을 관

찰한 결과, 전류 밀도가 증가함에 따라 도금층은 치밀한 구조에서 다공성 구조로 변화하고, 도금층 내에 실

리콘의 양은 증가하는 것으로 나타났다. 제조된 전해 도금 박막들 중 몰폴로지와 조성에 있어서 비교 분석에 

적합하다고 판단되는 전극들에 대해 전기화학적 특성을 평가하였다. 평가에 사용된 시편들은 공통적으로 전

극 표면에서의 전해액 분해에 의한 초기 비가역 용량이 컸으나, 사이클이 진행됨에 따라 비가역 용량이 크게 

줄어들고, 용량 유지 특성도 매우 안정됨을 확인할 수 있었다. 이는, 본 연구에서 제조된 상온 전해 도금 층 

내의 실리콘이 리튬과 매우 가역적으로 반응함을 보여주는 것이다. 또한, 다공성 구조를 가지는 도금 층의 

경우, 비교적 많은 양의 실리콘을 포함하고 있어 상대적으로 큰 용량을 나타냈으며, 구조적인 이점으로 인하

여 출력특성도 향상됨을 알 수 있었다.

3. 결론

본 연구에서는 유기 용매를 사용하여 실리콘계 상온 전해 도금층을 형성하였고, 리튬 이차 전지용 음극으

로서의 기본 특성을 조사하였다. 도금 층은 전류 밀도의 증가에 따라 치밀한 구조에서 다공성 구조로 변화하

였고, 도금 층 내부의 실리콘의 양은 증가하였다. 전기화학적 특성 평가 결과, 초기 비가역 용량은 컸으나, 

사이클이 진행됨에 따라 가역 용량은 비교적 안정적으로 유지되었다. 특히 도금 층이 다공성 구조를 가지는 

경우 전기화학적 특성이 상대적으로 우수 하였다.
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